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В статье представлено краткое содержание и анализ действующего в США федераль-
ного «Закона о создании полезных стимулов для производства полупроводниковых приборов 
в Америке» (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act, CHIPS Act 
или CHIPS and Science Act), предусматривающего выделение государством 52,7 млрд долл. 
до конца 2027 финансового года на развитие производственной базы и научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в области полупроводниковой промышленности. 
Представлена оценка специалистов американской Ассоциации полупроводниковой про-
мышленности (Semiconductor Industry Association) мировой доли производства полупроводни-
ковых электронных компонентов и изделий электронной компонентной базы к 2032 году, 
а также уровень глобальных инвестиций в производство чипов.
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Федеральный закон CHIPS Act принят Конгрессом США в июле 2022 года и вступил в силу 
в августе 2022 года [1]. Законопроект был рассмотрен в условиях глобального дефицита по-
лупроводников периода 2020–2022 годов и предусматривает предоставление субсидий и на-
логовых льгот производителям микросхем, работающим на территории США. В целом за-
коном предусмотрено предоставление 52,7 млрд долл. до конца 2027 финансового года на 
развитие и совершенствование национальной экосистемы НИОКР, преодоление организа-
ционных проблем и проблем финансирования перспективных НИОКР, а также развитие 
и стимулирование производственной базы полупроводниковых приборов в США (обеспече-
ние переноса технологий новых поколений полупроводниковых приборов из лабораторных 
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условий в условия массово-поточного производства). Предполагается, что развитие нацио-
нальной экосистемы полупроводниковой промышленности должно помочь США вернуть 
лидирующие позиции в мировой микроэлектронике. При этом достичь этого предполагает-
ся прежде всего за счет изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) гражданского на-
значения, которые составляют более 95 % рынка интегральных схем в целом. Ранее финан-
сирование вышеуказанных задач по CHIPS Act в 2021 и 2022 годах1 осуществлялось через 
оборонные расходы в рамках «Закона о полномочиях в сфере национальной обороны» 
(National Defense Authorization Act – NDAA), который принимается ежегодно с 1961 года 
и утверждает годовой бюджет и все расходы Минобороны США [2].

Из совокупных 52,7 млрд долл. около 75 % предусмотренных законом CHIPS Act средств 
(39 млрд долл.) предназначены для государственной финансовой поддержки строительства, 
модернизации или расширения заводов по обработке пластин (микросхем), а также произ-
водства оборудования для них на территории США. Остальные 13 млрд долл. предназначе-
ны для реализации программ НИОКР и освоения новых технологий в производстве с по-
следующим выводом на рынок. Распорядителями указанных средств и кураторами раз- 
личных направлений назначены целевые фонды, основным из которых является Фонд  
«Чипы для Америки» (CHIPS for America Fund), нацеленный на развитие производства кри-
тически важных для экономики и безопасности США чипов, а также стимулирование ис-
следований и разработок в данной области (размер этого Фонда – 50 млрд долл. из совокуп-
ных 52,7 млрд долл.). Более 75 % ресурсов Фонда «Чипы для Америки» выделены на сти-
мулирование производства передовых чипов, которые в том числе используются для работы 
с алгоритмами машинного обучения. 

Более того, в целях ускоренной локализации производства полупроводников федераль-
ный закон CHIPS Act предусматривает налоговые льготы в размере 25 % от объема инвести-
ций в строительство новых предприятий на территории США. Без преувеличения, закон 
CHIPS Act вызвал шквал деловой активности – производители из США и других государств 
(Ю. Корея, Тайвань, Япония, Сингапур и др.) оперативно отреагировали на предложенную 
меру уже на этапе предварительных обсуждений законопроекта, заявив о своих планах по 
развитию полупроводникового производства на территории США. В частности, сотни ком-
паний подали заявления в Министерство торговли США о заинтересованности и запросили 
субсидии на сумму более 70 млрд долл., что почти в два раза превышает доступную сумму 
в 39 млрд долл. на строительство новых и расширение существующих полупроводниковых 
мощностей. При этом крупнейшие компании объявили о более чем 200 млрд долл. инвес-
тиций в частный сектор с момента принятия закона CHIPS Act [3]. 

Стоит отметить, что первый же грант в рамках CHIPS Act на общую сумму 35 млн долл. 
был предоставлен британской компании BAE Systems (подрядчику Минобороны США) в де-
кабре 2023 года для производства чипов для семейств истребителей F-15 и F-35 Вооруженных 
сил США. При этом крупнейшим получателем субсидии стала компания Intel (США), по-
лучившая в марте 2024 года 8,5 млрд долл. в виде грантов и 11 млрд долл. в виде льготных 
кредитов. Также компания Intel надеется получить еще 25 млрд  долл. в виде налоговых 
льгот. В целом компания Intel объявила, что инвестирует 100 млрд долл.2 в течение пяти лет 

1  CHIPS Act рассматривался Конгрессом США с 2020 года, однако и Сенат, и Палата представителей 
предлагали свои варианты этого законопроекта. В итоге согласовать свои разногласия палаты Кон-
гресса смогли только спустя полтора года – летом 2022 года.
2  По заявлениям главы компании Intel, около 30 % из 100 млрд долл. инвестиций пойдут на создание 
и обновление инфраструктуры производств Intel, а также на дополнительную рабочую силу. Остав-
шаяся часть средств будет инвестирована в новое производственное оборудование, поставщиками 
которого станут крупнейшие в мире компании-производители оборудования для производства ми-
кроэлектроники и ЭКБ-изделий: ASML (Нидерланды), Tokyo Electron (Япония), Applied Materials 
(США) и KLA (США). Указанные компании регулярно входят в топ-5 ведущих мировых производи-
телей специализированного оборудования для производства полупроводниковой продукции.
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(до 2029 года) в строительство новых предприятий и модернизацию производства микрос-
хем в США. Например, действующий контракт между Минобороны США и компанией 
Intel предусматривает строительство двух заводов в шт. Аризона стоимостью 20 млрд долл. 
по производству интегральных схем на базе технологических процессов Intel 18A (1,8-нм 
класс) и Intel 20A (2-нм класс), являющихся самыми передовыми технологиями компании 
Intel. Кроме того, в шт. Огайо к 2027–2028 годам будет возведено, по словам главы компа-
нии Intel, «крупнейшее в мире производство ИИ-чипов» (чипов для искусственного интел-
лекта, специализированных процессоров для ИИ, фотонных интегральных схем для ИИ 
и т. п. специализированной микроэлектроники) [4].

Вторым крупнейшим получателем субсидии в рамках закона CHIPS Act стал ведущий 
мировой производитель чипов – тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC), получившая 6,6 млрд долл. в виде грантов и 5 млрд долл. в виде льгот-
ных кредитов. Однако эти суммарные 11,6 млрд долл. от США являются незначительной 
долей от заявленных в марте 2025 года руководством компании TSMC не менее 
100 млрд долл. (вероятно, речь идет о планах TSMC увеличить свои расходы в США до 
165 млрд долл.) прямых инвестиций в новые проекты на территории США до 2029 года 
включительно [5]. В частности, компания TSMC еще в 2020 году объявила о строительст-
ве в США завода в шт. Аризона стоимостью 12 млрд долл., а с 2024 года и второго прези-
дентского срока Д. Трампа с начала 2025 года проект TSMC расширился до строительства 
трех фабрик полупроводников общей стоимостью 65 млрд долл. К слову говоря, первая 
фабрика компании TSMC на территории США уже начала массовое производство ми-
кросхем для искусственного интеллекта и других высокотехнологичных приложений 
в конце 2024 года [6].

В целом руководство США при помощи вышеуказанных инвестиций, грантов, налого-
вых льгот и кредитов планирует обеспечить на территории своего государства производство 
не менее 20 % самой передовой в мире микроэлектроники и ЭКБ-изделий к 2030 году 
(США сегодня представляют около 12–14 % мировых мощностей по производству полу-
проводников, несмотря на то, что технология была изобретена в США). Полупроводники 
и ЭКБ-изделия занимают пятое место в экспорте страны, а американские компании пред-
ставляют семь из десяти крупнейших мировых производителей микросхем по рыночной 
капитализации (NVIDIA, Broadcom, Intel, Texas Instruments, Qualcomm, AMD и Applied 
Materials). 

Тем не менее, к 2032 году, по данным и оценкам специалистов международной компании 
Boston Consulting Group (BCG) и американской Ассоциации полупроводниковой промыш-
ленности (SIA), мировая доля производства полупроводниковых электронных компонентов 
(ПЭК) и ЭКБ-изделий будет расти в Китае, Тайване и Ю. Корее. Только на долю этих трех 
стран будет приходиться не менее 59–60 % всех глобальных производственных мощностей 
ПЭК и ЭКБ-изделий. Неоспоримым лидером в рассматриваемой области станет Китай 
с оценочной долей в 22–23 % (рис. 1) [7].

Глядя на эти оценки и прогнозы, ряд американских экспертов считают, что для полного 
возрождения американской полупроводниковой промышленности и конкуренции с ино-
странными производителями могут потребоваться последующие пятилетние законы 
CHIPS Act II и даже CHIPS Act III. Например, страны-члены Европейского союза, глядя на 
политику США в области полупроводниковой промышленности, приняли аналогичный за-
кон – European Chips Act, – вступивший в силу 21 сентября 2023 года, предусматривающий 
инвестиции на 43 млрд евро (46,3 млрд долл.) в развитие европейской полупроводниковой 
промышленности до 2030 года [8].

Другие ведущие зарубежные страны в области производства и развития микроэлектроники 
и ЭКБ-изделий – КНР, Ю. Корея, Япония, Индия – также инвестируют существенные сред-
ства в создание полупроводников следующего поколения (рис. 2) [9]. 
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Рис. 1. График перераспределения глобального производства полупроводниковых 
электронных компонентов и ЭКБ-изделий за период 1990–2032 годов, в %  
(по данным и оценкам международной компании Boston Consulting Group 

и Ассоциации полупроводниковой промышленности SIA)
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Рисунок 1 – График перераспределения глобального производства 

полупроводниковых электронных компонентов и ЭКБ-изделий за период  
1990–2032 годов, в % (по данным и оценкам международной компании Boston 

Consulting Group и Ассоциации полупроводниковой промышленности SIA) 
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Рисунок 2 – Уровень глобальных инвестиций в производство чипов, в млрд долл. 

(по данным отчетов и исследований информационного агентства Bloomberg и 
Ассоциации полупроводниковой промышленности SIA) 
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Рис. 2. Уровень глобальных инвестиций в производство чипов, в млрд долл.  
(по данным отчетов и исследований информационного агентства Bloomberg  

и Ассоциации полупроводниковой промышленности SIA)
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Например, руководство КНР запустило свой фонд чипов еще в 2014 году, запланировав 
три этапа, охватывающих 25 лет, и объявило о выделении текущих 48 млрд долл. на третий 
этап в мае 2024 года. Всего же в Китае запланировано выделение 142 млрд долл. в рассматри-
ваемую область до 2040 года.

На рис. 2 серым цветом обозначен запланированный уровень инвестиций, оранжевым 
цветом – уровень уже одобренных (выделенных) инвестиций к началу 2024 года. 

Таким образом, после глобального дефицита полупроводников периода 2020–2022 годов 
наблюдается усиление технологического уровня конкуренции между США и их союзниками 
в Евросоюзе и ведущими азиатскими разработчиками и производителями передовой микро-
электроники, а также стремление руководства США сосредоточить производственную базу 
полупроводников на национальной территории. Целью среднесрочных планов руководства 
США является обеспечение к 2030 году на территории своего государства производства не 
менее 20 % самой передовой в мире микроэлектроники и ЭКБ-изделий преимущественно 
гражданского назначения. При этом внимание уделяется и развитию специализированной 
ЭКБ военного и двойного назначения. Только по линии DARPA ежегодный уровень ассиг-
нований в области проведения НИОКТР по созданию перспективных образцов ЭКБ воен-
ного и двойного назначения за период 2023–2029 годов составляет около 845–890 млн долл. 
[10]. В рамках Минобороны США существуют различные программы поддержки и обеспе-
чения своих вооруженных сил полупроводниковыми электронными компонентами и специ-
ализированными ЭКБ-изделиями военного назначения категорий «Military» и «Space»3, на-
пример, программа «The Trusted Foundry Program» (программа так называемых «Надежных 
кремниевых заводов» или «доверенных фабрик»), программа «Rapid Assured Microelectronics 
Prototypes – Commercial» (RAMP-C), рассчитанная на производство передовых специализи-
рованных и интегральных схем и коммерческих продуктов, необходимых для критически 
важных систем ВС США, и другие программы.

Статья опубликована при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации в рамках Государственного задания 2026 г. № 075-00705-26-02.
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